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本发明公开用于智能手机的芯片定位装置，

包括工作台、支架、纵向驱动机构、容纳箱、横向

驱动机构和杆体机构，所述杆体机构上设有一壳

体，此壳体的内腔固定有一下压机构，所述杆体

机构的内腔安装有一吸取机构，所述杆体机构进

一步包括第一杆体、轴承和第二杆体，所述第一

杆体和第二杆体通过轴承连接，所述第一杆体的

一端与横向驱动机构固定连接，此第一杆体的另

一端与轴承的外环固定连接，所述轴承相背于第

一杆体的一端连接有第二杆体，此第二杆体与轴

承的内环固定连接，所述壳体设置于第二杆体的

上端。本发明使得输出端带动芯片向上运动到可

阻挡光发射器发出的光线止，从而使得芯片始终

保持某一高度，减少杆体下降的距离，从而提高

工作效率。
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1.一种用于智能手机的芯片定位装置，其特征在于：包括工作台（1）、支架（5）、纵向驱

动机构（7）、容纳箱（8）、横向驱动机构（13）和杆体机构（12），所述支架（5）设置于工作台（1）

上表面，所述容纳箱（8）可滑动地安装于支架（5）上，所述支架（5）的顶板下方设置有一横板

（9），所述纵向驱动机构（7）位于支架（5）的顶板和横板（9）之间，此纵向驱动机构（7）贯穿容

纳箱（8）并与容纳箱（8）固定连接，所述容纳箱（8）的内腔安装有横向驱动机构（13），此横向

驱动机构（13）与杆体机构（12）固定连接，所述支架（5）的横板（9）下方安装有一链板运输带

（3），此链板运输带（3）上设有若干供卡片嵌入的放置凹槽（19）；

所述杆体机构（12）上设有一壳体（11），此壳体（11）的内腔固定有一下压机构（17），所

述杆体机构（12）的内腔安装有一吸取机构（18），所述杆体机构（12）的下方转动设有一转盘

（2），所述转盘（2）上设有若干放置筒（4），所述工作台（1）的内腔设有一转动电机（15），所述

转动电机（15）的输出轴与转盘（2）连接，用于驱动转盘（2）旋转；

所述杆体机构（12）进一步包括第一杆体（121）、轴承（122）和第二杆体（123），所述第一

杆体（121）和第二杆体（123）通过轴承（122）连接，所述第一杆体（121）的一端与横向驱动机

构（13）固定连接，此第一杆体（121）的另一端与轴承（122）的外环固定连接，所述轴承（122）

相背于第一杆体（121）的一端连接有第二杆体（123），此第二杆体（123）与轴承（122）的内环

固定连接，所述壳体（11）设置于第二杆体（123）的上端；

所述第一杆体（121）的内腔固定设有一调节电机（20），此调节电机（20）的输出轴上固

定有一圆筒（6），此圆筒（6）相背于调节电机（20）的一端与轴承（122）的内环固定连接；

所述吸取机构（18）进一步包括真空吸取泵（181）、吸取管（182）和橡胶吸盘（183），所述

真空吸取泵（181）位于所述圆筒（6）内，所述吸取管（182）的一端与真空吸取泵（181）连接，

另一端延伸至第二杆体（123）的内腔并贯穿第二杆体（123）的内腔壁延伸至其下方，所述吸

取管（182）的下端外壁上固定有所述橡胶吸盘（183）；

所述下压机构（17）进一步包括下压电机（171）、下压丝杆（172）、活动杆（173）、下压螺

母（174）、固定板（175）和下压杆（176），所述下压电机（171）设置于壳体（11）上表面，所述固

定板（175）位于壳体（11）内腔，所述固定板（175）和壳体（11）之间转动设有下压丝杆（172），

所述下压丝杆（172）的上端贯穿壳体（11）并与下压电机（171）的输出端固定连接，所述下压

螺母（174）套接于下压丝杆（172）上，所述活动杆（173）与下压螺母（174）固定连接，此活动

杆（173）的下端贯穿固定板（175）并延伸至其下方与下压杆（176）的上端固定连接，所述下

压杆（176）的下端贯穿第二杆体（123）的上端面和吸取管（182）的上端面并延伸至吸取管

（182）的内腔；

所述转盘（2）的底部设有提升机构（14），所述提升机构（14）包括电动伸缩杆（141）、容

纳筒（142）和压力传感器（143），所述转盘（2）的底部固定有容纳筒（142），所述容纳筒（142）

的内腔固定有电动伸缩杆（141），所述电动伸缩杆（141）的上端位于放置筒（4）的内腔且其

上端固定有压力传感器（143），所述放置筒（4）的内腔壁上固定有光发射器（16），所述放置

筒（4）内位于光发射器（16）的正对面上设有光接收器且光接收器与光发射器（16）的轴心位

于同一条直线上。

2.根据权利要求1所述的用于智能手机的芯片定位装置，其特征在于：所述下压杆

（176）的下端固定有橡胶垫。

3.根据权利要求1所述的用于智能手机的芯片定位装置，其特征在于：所述放置筒（4）
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以转盘（2）的轴心为圆心呈圆周均匀等间距排列。

4.根据权利要求1所述的用于智能手机的芯片定位装置，其特征在于：所述转动电机

（15）的输出轴上的齿轮与转盘（2）的外壁啮合连接。

5.根据权利要求1所述的用于智能手机的芯片定位装置，其特征在于：所述纵向驱动机

构（7）包括纵向驱动电机（71）、纵向丝杆（72）和纵向螺母（73），所述纵向驱动电机（71）设置

于支架（5）顶板上，此纵向驱动电机（71）的输出轴贯穿支架（5）顶板与纵向丝杆（72）的上端

固定连接，所述纵向丝杆（72）的下端贯穿容纳箱（8）并与横板（9）转动连接，所述纵向螺母

（73）均套接在纵向丝杆（72）上，并与容纳箱（8）固定连接。

6.根据权利要求1所述的用于智能手机的芯片定位装置，其特征在于：所述横向驱动机

构（13）包括横向驱动电机（131）、横向丝杆（132）和横向螺母（133），所述横向驱动电机

（131）安装于容纳箱（8）的外壁上，所述横向丝杆（132）可转动地设置于容纳箱（8）的内腔，

所述横向丝杆（132）的一端贯穿容纳箱（8）并与横向驱动电机（131）的输出轴固定连接，另

一端与容纳箱（8）内壁转动连接，所述横向螺母（133）套装于横向丝杆（132）上并与杆体机

构（12）固定连接。

7.根据权利要求6所述的用于智能手机的芯片定位装置，其特征在于：所述第一杆体

（121）的一端与横向驱动机构（13）的横向螺母（133）固定连接。

8.根据权利要求1所述的用于智能手机的芯片定位装置，其特征在于：所述工作台（1）

上设有一控制器（10）。
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用于智能手机的芯片定位装置

技术领域

[0001] 本发明涉及芯片焊接设备领域，特别涉及一种用于智能手机的芯片定位装置。

背景技术

[0002] 在双界面智能卡的生产过程中，将卡片内预埋的天线两端头引出与芯片的对应焊

点焊接导通，再将芯片安装固定到挖好的槽内，  即可形成接触与非接触方式都可读写芯片

的双界面卡，是目前制卡行业的主流  方式之一，焊接的主要过程是：1、焊接前，将卡片中需

要与芯片焊  接的天线两端部对应位置也是预先设定作为芯片安装槽位位置的卡体铣掉，

其深度刚好露出天线，再将天线两端头挑起；2、挑好线的卡片在直线输送机构中逐步、逐张

地向前输送；3、当卡片到达焊接工位处时，天线夹紧装置将两条天线夹紧，以确保焊接时两

条天线的位置与芯片上的焊点对应，同时芯片移送装置吸取芯片并翻转成竖直状态，并让

芯片的焊接点贴近所述两条天线端部；4、待天线夹好、芯片到位后，焊接装置的焊头朝天线

与芯片的焊接点处移动并执行焊接，焊接时，可采用一个焊接装置分别焊接天线两端部， 

也可以采用两个焊接装置分别同时焊接天线两端部；5、焊接完成后，继续向前输送，下一张

卡接着进入焊接工位进行焊接，后续通过人工将芯片安装固定到挖好的槽内。

[0003] 在制备双界面卡的过程中，芯片与双界面卡的2根导线焊接后，芯片一般是垂直于

双界面卡；在后续的制备过程中，需要将垂直的芯片放平，使芯片基本平行于双界面卡，再

将芯片压入双界面卡的芯片槽位内，现有技术大多数利用人工将芯片安装固定到挖好的槽

内，导致其效率低下，故此，我们提出一种用于智能手机的芯片定位装置。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供用于智能手机的芯片定位装置，该用于智能手机的芯片定位

装置使得输出端带动芯片向上运动到可阻挡光发射器发出的光线止，从而使得芯片始终保

持某一高度，减少杆体下降的距离，节约时间，从而提高工作效率。

[0005] 为达到上述目的，本发明采用的技术方案是：一种用于智能手机的芯片定位装置，

包括工作台、支架、纵向驱动机构、容纳箱、横向驱动机构和杆体机构，所述支架设置于工作

台上表面，所述容纳箱可滑动地安装于支架上，所述支架的顶板下方设置有一横板，所述纵

向驱动机构位于支架的顶板和横板之间，此纵向驱动机构贯穿容纳箱并与容纳箱固定连

接，所述容纳箱的内腔安装有横向驱动机构，此横向驱动机构与杆体机构固定连接，所述支

架的横板下方安装有一链板运输带，此链板运输带上设有若干供卡片嵌入的放置凹槽；

所述杆体机构上设有一壳体，此壳体的内腔固定有一下压机构，所述杆体机构的内腔

安装有一吸取机构，所述杆体机构的下方转动设有一转盘，所述转盘上设有若干放置筒，所

述工作台的内腔设有一转动电机，所述转动电机的输出轴与转盘连接，用于驱动转盘旋转；

所述杆体机构进一步包括第一杆体、轴承和第二杆体，所述第一杆体和第二杆体通过

轴承连接，所述第一杆体的一端与横向驱动机构固定连接，此第一杆体的另一端与轴承的

外环固定连接，所述轴承相背于第一杆体的一端连接有第二杆体，此第二杆体与轴承的内
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环固定连接，所述壳体设置于第二杆体的上端；

所述第一杆体的内腔固定设有一调节电机，此调节电机的输出轴上固定有一圆筒，此

圆筒相背于调节电机的一端与轴承的内环固定连接；

所述吸取机构进一步包括真空吸取泵、吸取管和橡胶吸盘，所述真空吸取泵位于所述

圆筒内，所述吸取管的一端与真空吸取泵连接，另一端延伸至第二杆体的内腔并贯穿第二

杆体的内腔壁延伸至其下方，所述吸取管的下端外壁上固定有所述橡胶吸盘；

所述下压机构进一步包括下压电机、下压丝杆、活动杆、下压螺母、固定板和下压杆，所

述下压电机设置于壳体上表面，所述固定板位于壳体内腔，所述固定板和壳体之间转动设

有下压丝杆，所述下压丝杆的上端贯穿壳体并与下压电机的输出端固定连接，所述下压螺

母套接于下压丝杆上，所述活动杆与下压螺母固定连接，此活动杆的下端贯穿固定板并延

伸至其下方与下压杆的上端固定连接，所述下压杆的下端贯穿第二杆体的上端面和吸取管

的上端面并延伸至吸取管的内腔。

[0006] 所述转盘的底部设有提升机构，所述提升机构包括电动伸缩杆、容纳筒和压力传

感器，所述转盘的底部固定有容纳筒，所述容纳筒的内腔固定有电动伸缩杆，所述电动伸缩

杆的上端位于放置筒的内腔且其上端固定有压力传感器，所述放置筒的内腔壁上固定有光

发射器，所述放置筒内位于光发射器的正对面上设有光接收器且光接收器与光发射器的轴

心位于同一条直线上。

[0007] 上述技术方案中进一步改进的方案如下：

1. 上述方案中，所述下压杆的下端固定有橡胶垫。

[0008] 2. 上述方案中，所述放置筒以转盘的轴心为圆心呈圆周均匀等间距排列。

[0009] 3. 上述方案中，所述转动电机的输出轴上的齿轮与转盘的外壁啮合连接。

[0010] 4.  上述方案中，所述纵向驱动机构包括纵向驱动电机、纵向丝杆和纵向螺母，所

述纵向驱动电机设置于支架顶板上，此纵向驱动电机的输出轴贯穿支架顶板与纵向丝杆的

上端固定连接，所述纵向丝杆的下端贯穿容纳箱并与横板转动连接，所述纵向螺母均套接

在纵向丝杆上，并与容纳箱固定连接。通过纵向驱动机构7可带动杆体机构12进行升降运动

5.  上述方案中，所述横向驱动机构包括横向驱动电机、横向丝杆和横向螺母，所述横

向驱动电机安装于容纳箱的外壁上，所述横向丝杆可转动地设置于容纳箱的内腔，所述横

向丝杆的一端贯穿容纳箱并与横向驱动电机的输出轴固定连接，另一端与容纳箱内壁转动

连接，所述横向螺母套装于横向丝杆上并与杆体机构固定连接。通过横向驱动机构13可带

动杆体机构12进行横向运动

6. 上述方案中，所述第一杆体的一端与横向驱动机构的横向螺母固定连接。

[0011] 7. 上述方案中，所述工作台上设有一控制器。

[0012] 由于上述技术方案的运用，本发明与现有技术相比具有下列优点：

1、本发明用于智能手机的芯片定位装置，其在杆体机构上设有下压机构，利用横向驱

动机构和纵向驱动机构使得芯片运动到卡片上设有的芯片凹槽内腔，再通过下压机构经使

得芯片与橡胶吸盘脱离，并将芯片压实，牢牢固定在芯片凹槽内，从而实现芯片的快速定

位。

[0013] 2、本发明用于智能手机的芯片定位装置，其设有芯片提升机构，通过光接收器和

光发射器组成光电开关，通过控制器控制电动伸缩杆工作，使得输出端带动芯片向上运动
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到可阻挡光发射器发出的光线止，从而使得芯片始终保持某一高度，减少杆体下降的距离，

节约时间，从而提高工作效率。

[0014] 3、本发明用于智能手机的芯片定位装置，其下压杆的下端设有橡胶垫，可起到缓

冲的作用，避免下压杆下压距离过大，导致将芯片压坏。

附图说明

[0015] 附图1为本发明用于智能手机的芯片定位装置的整体结构图；

附图2为本发明用于智能手机的芯片定位装置的容纳箱剖面图；

附图3为本发明用于智能手机的芯片定位装置的放置筒结构图；

附图4为本发明用于智能手机的芯片定位装置的提升机构结构图；

附图5为本发明用于智能手机的芯片定位装置的杆体剖面图；

附图6为本发明用于智能手机的芯片定位装置的A点放大图。

[0016] 以上附图中：1、工作台；2、转盘；3、链板运输带；4、放置筒；5、支架；6、圆筒；7、纵向

驱动机构；71、纵向驱动电机；72、纵向丝杆；73、纵向螺母；8、容纳箱；9、横板；10、控制器；

11、壳体；12、杆体机构；121、第一杆体；122、轴承；123、第二杆体；13、横向驱动机构；131、横

向驱动电机；132、横向丝杆；133、横向螺母；14、提升机构；141、电动伸缩杆；142、容纳筒；

143、压力传感器；15、转动电机；16、光发射器；17、下压机构；171、下压电机；172、下压丝杆；

173、活动杆；174、下压螺母；175、固定板；176、下压杆；18、吸取机构；181、真空吸取泵；182、

吸取管；183、橡胶吸盘；19、放置凹槽；20、调节电机。

具体实施方式

[0017] 为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合

具体实施方式，进一步阐述本发明。

[0018] 在本发明的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、

“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅

是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的

方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。此外，术语“第一”、“第

二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0019] 在本发明的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设

置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一

体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接

相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上

述术语在本发明中的具体含义。

[0020] 实施例1：一种用于智能手机的芯片定位装置，包括工作台1、支架5、纵向驱动机构

7、容纳箱8、横向驱动机构13和杆体机构12，所述支架5设置于工作台1上表面，所述容纳箱8

可滑动地安装于支架5上，所述支架5的顶板下方设置有一横板9，所述纵向驱动机构7位于

支架5的顶板和横板9之间，此纵向驱动机构7贯穿容纳箱8并与容纳箱8固定连接，所述容纳

箱8的内腔安装有横向驱动机构13，此横向驱动机构13与杆体机构12固定连接，所述支架5

的横板9下方安装有一链板运输带3，此链板运输带3上设有若干供卡片嵌入的放置凹槽19；
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所述杆体机构12上设有一壳体11，此壳体11的内腔固定有一下压机构17，所述杆体机

构12的内腔安装有一吸取机构18，所述杆体机构12的下方转动设有一转盘2，所述转盘2上

设有若干放置筒4，所述工作台1的内腔设有一转动电机15，所述转动电机15的输出轴与转

盘2连接，用于驱动转盘2旋转；

所述杆体机构12进一步包括第一杆体121、轴承122和第二杆体123，所述第一杆体121

和第二杆体123通过轴承122连接，所述第一杆体121的一端与横向驱动机构13固定连接，此

第一杆体121的另一端与轴承122的外环固定连接，所述轴承122相背于第一杆体121的一端

连接有第二杆体123，此第二杆体123与轴承122的内环固定连接，所述壳体11设置于第二杆

体123的上端，作为吸取机构18、下压机构17、调节电机20和圆筒6的载体；

所述第一杆体121的内腔固定设有一调节电机20，此调节电机20的输出轴上固定有一

圆筒6，此圆筒6相背于调节电机20的一端与轴承122的内环固定连接，可通过调节电机20对

第二杆体123的角度进行改变；

所述吸取机构18进一步包括真空吸取泵181、吸取管182和橡胶吸盘183，所述真空吸取

泵181位于所述圆筒6内，所述吸取管182的一端与真空吸取泵181连接，另一端延伸至第二

杆体123的内腔并贯穿第二杆体123的内腔壁延伸至其下方，所述吸取管182的下端外壁上

固定有所述橡胶吸盘183，可通过吸取机构18对芯片进行吸取；

所述下压机构17进一步包括下压电机171、下压丝杆172、活动杆173、下压螺母174、固

定板175和下压杆176，所述下压电机171设置于壳体11上表面，所述固定板175位于壳体11

内腔，所述固定板175和壳体11之间转动设有下压丝杆172，所述下压丝杆172的上端贯穿壳

体11并与下压电机171的输出端固定连接，所述下压螺母174套接于下压丝杆172上，所述活

动杆173与下压螺母174固定连接，此活动杆173的下端贯穿固定板175并延伸至其下方与下

压杆176的上端固定连接，所述下压杆176的下端贯穿第二杆体123的上端面和吸取管182的

上端面并延伸至吸取管182的内腔，可将芯片压入卡片上的芯片凹槽内，使得芯片得以定

位；

所述转盘2的底部设有提升机构14，所述提升机构14包括电动伸缩杆141、容纳筒142和

压力传感器143，所述转盘2的底部固定有容纳筒142，所述容纳筒142的内腔固定有电动伸

缩杆141，所述电动伸缩杆141的上端位于放置筒4的内腔且其上端固定有压力传感器143，

可对放置在放置筒4内的芯片起到顶起的作用，便于吸取机构18的吸取，所述放置筒4的内

腔壁上固定有光发射器16，所述放置筒4内位于光发射器16的正对面上设有光接收器且光

接收器与光发射器16的轴心位于同一条直线上，光发射器16与光接收器组成光电开关，控

制器10通过光电开关的电流变化从而改变提升机构14的工作状态。

[0021] 上述下压杆176的下端固定有橡胶垫；上述放置筒4以转盘2的轴心为圆心呈圆周

均匀等间距排列；上述转动电机15的输出轴上的齿轮与转盘2的外壁啮合连接；

上述纵向驱动机构7包括纵向驱动电机71、纵向丝杆72和纵向螺母73，上述纵向驱动电

机71设置于支架5顶板上，此纵向驱动电机71的输出轴贯穿支架5顶板与纵向丝杆72的上端

固定连接，上述纵向丝杆72的下端贯穿容纳箱8并与横板9转动连接，上述纵向螺母73均套

接在纵向丝杆72上，并与容纳箱8固定连接，通过纵向驱动机构7可带动杆体机构12进行升

降运动。

[0022] 实施例2：一种用于智能手机的芯片定位装置，包括工作台1、支架5、纵向驱动机构
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7、容纳箱8、横向驱动机构13和杆体机构12，所述支架5设置于工作台1上表面，所述容纳箱8

可滑动地安装于支架5上，所述支架5的顶板下方设置有一横板9，所述纵向驱动机构7位于

支架5的顶板和横板9之间，此纵向驱动机构7贯穿容纳箱8并与容纳箱8固定连接，所述容纳

箱8的内腔安装有横向驱动机构13，此横向驱动机构13与杆体机构12固定连接，所述支架5

的横板9下方安装有一链板运输带3，此链板运输带3上设有若干供卡片嵌入的放置凹槽19；

所述杆体机构12上设有一壳体11，此壳体11的内腔固定有一下压机构17，所述杆体机

构12的内腔安装有一吸取机构18，所述杆体机构12的下方转动设有一转盘2，所述转盘2上

设有若干放置筒4，所述工作台1的内腔设有一转动电机15，所述转动电机15的输出轴与转

盘2连接，用于驱动转盘2旋转；

所述杆体机构12进一步包括第一杆体121、轴承122和第二杆体123，所述第一杆体121

和第二杆体123通过轴承122连接，所述第一杆体121的一端与横向驱动机构13固定连接，此

第一杆体121的另一端与轴承122的外环固定连接，所述轴承122相背于第一杆体121的一端

连接有第二杆体123，此第二杆体123与轴承122的内环固定连接，所述壳体11设置于第二杆

体123的上端，作为吸取机构18、下压机构17、调节电机20和圆筒6的载体；

所述第一杆体121的内腔固定设有一调节电机20，此调节电机20的输出轴上固定有一

圆筒6，此圆筒6相背于调节电机20的一端与轴承122的内环固定连接，可通过调节电机20对

第二杆体123的角度进行改变；

所述吸取机构18进一步包括真空吸取泵181、吸取管182和橡胶吸盘183，所述真空吸取

泵181位于所述圆筒6内，所述吸取管182的一端与真空吸取泵181连接，另一端延伸至第二

杆体123的内腔并贯穿第二杆体123的内腔壁延伸至其下方，所述吸取管182的下端外壁上

固定有所述橡胶吸盘183，可通过吸取机构18对芯片进行吸取；

所述下压机构17进一步包括下压电机171、下压丝杆172、活动杆173、下压螺母174、固

定板175和下压杆176，所述下压电机171设置于壳体11上表面，所述固定板175位于壳体11

内腔，所述固定板175和壳体11之间转动设有下压丝杆172，所述下压丝杆172的上端贯穿壳

体11并与下压电机171的输出端固定连接，所述下压螺母174套接于下压丝杆172上，所述活

动杆173与下压螺母174固定连接，此活动杆173的下端贯穿固定板175并延伸至其下方与下

压杆176的上端固定连接，所述下压杆176的下端贯穿第二杆体123的上端面和吸取管182的

上端面并延伸至吸取管182的内腔，可将芯片压入卡片上的芯片凹槽内，使得芯片得以定

位；

所述转盘2的底部设有提升机构14，所述提升机构14包括电动伸缩杆141、容纳筒142和

压力传感器143，所述转盘2的底部固定有容纳筒142，所述容纳筒142的内腔固定有电动伸

缩杆141，所述电动伸缩杆141的上端位于放置筒4的内腔且其上端固定有压力传感器143，

可对放置在放置筒4内的芯片起到顶起的作用，便于吸取机构18的吸取，所述放置筒4的内

腔壁上固定有光发射器16，所述放置筒4内位于光发射器16的正对面上设有光接收器且光

接收器与光发射器16的轴心位于同一条直线上，光发射器16与光接收器组成光电开关，控

制器10通过光电开关的电流变化从而改变提升机构14的工作状态。

[0023] 上述横向驱动机构13包括横向驱动电机131、横向丝杆132和横向螺母133，上述横

向驱动电机131安装于容纳箱8的外壁上，上述横向丝杆132可转动地设置于容纳箱8的内

腔，上述横向丝杆132的一端贯穿容纳箱8并与横向驱动电机131的输出轴固定连接，另一端
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与容纳箱8内壁转动连接，上述横向螺母133套装于横向丝杆132上并与杆体机构12固定连

接，通过横向驱动机构13可带动杆体机构12进行横向运动；

上述第一杆体121的一端与横向驱动机构13的横向螺母133固定连接；上述工作台1上

设有一控制器10。

[0024] 采用上述用于智能手机的芯片定位装置时，其在杆体机构上设有下压机构，利用

横向驱动机构和纵向驱动机构使得芯片运动到卡片上设有的芯片凹槽内腔，再通过下压机

构经使得芯片与橡胶吸盘脱离，并将芯片压实，牢牢固定在芯片凹槽内，从而实现芯片的快

速定位；另外，其设有芯片提升机构，通过光接收器和光发射器组成光电开关，通过控制器

控制电动伸缩杆工作，使得输出端带动芯片向上运动到可阻挡光发射器发出的光线止，从

而使得芯片始终保持某一高度，减少杆体下降的距离，节约时间，从而提高工作效率；另外，

其下压杆的下端设有橡胶垫，可起到缓冲的作用，避免下压杆下压距离过大，导致将芯片压

坏。

[0025] 需要说明的是，本发明为一种用于智能手机的芯片定位装置，链板运输带3、纵向

驱动电机71、横向驱动电机131、电动伸缩杆141、压力传感器143、转动电机15、光发射器16、

下压电机171、真空吸取泵181和调节电机20均与控制器10电性连接，通过横向驱动机构13

工作，使得横向驱动电机131带动杆体运动到放置筒4的上方，再通过纵向驱动电机71工作，

使得橡胶吸盘183与放置筒4内的芯片的上表面相抵触，控制器10检测到压力传感器143数

值发生变化，则控制真空吸取泵181控制，对芯片进行吸取，吸取过后杆体通过横向驱动机

构13和纵向驱动机构7回复原位，通过调节电机20，工作带动第二杆体123进行旋转，旋转角

度为九十度，使得芯片呈垂直状态，再通过横向驱动机构13和纵向驱动机构7使得芯片与位

于链板运输带3上设有的放置凹槽19内的卡片的天线接触，通过焊接枪对芯片进行焊接，焊

接完成后，再次通过横向驱动机构13使得芯片位于卡片上芯片凹槽的轴心正上方，通过调

节电机20工作，使得芯片恢复水平状态，再通过纵向驱动机构7使得芯片向下运动，运动到

卡片的芯片凹槽内腔，控制器10控制真空吸取泵181停止工作，控制下压机构17工作，通过

下压电机171工作，带动下压丝杆172转动，通过下压螺母174使得活动杆173带动下压杆176

做下压运动，下压杆176的下端与芯片的上表面接触，使得芯片与橡胶吸盘183分离并将其

压入卡片上的芯片凹槽内，下压杆176和杆体回到最先开始的位置，重复以步骤，对链板运

输带3上的下一组运输板上的卡片进行芯片的焊接和定位，控制器10为PLC控制器，可通过

编程来实现设备的自动化处理，设有放置凹槽19的内腔设有电动伸缩杆141，通过光发射器

16和光接收器组成光电开关，当光发射器16发射出的光线被光接收器接收到后，则正面光

发射器16和光接收器之间未存在芯片，控制器10检测到电流变化，且此时压力传感器143有

压力数值，则控制器10控制电动伸缩杆141工作，使得输出端带动芯片向上运动到可阻挡光

发射器16发出的光线止，从而使得芯片始终保持某一高度，便于吸取机构18的吸取，当压力

传感器143未检测导有压力值时，则证明放置筒4内的芯片已经用完了，此时控制器10控制

转动电机15工作，带动转盘2转动一定角度，使得下一组内腔装有芯片的放置筒4为焊接提

供芯片，可通过人工的方式定时地向放置筒4内放置芯片，下压杆176的下端设有橡胶垫，可

起到缓冲的作用，避免下压杆176下压距离过大，导致将芯片压坏。

[0026] 上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人

士能够了解本发明的内容并据以实施，并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明
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精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本发明的保护范围之内。

说　明　书 7/7 页

10

CN 112719848 A

10



图1

图2

说　明　书　附　图 1/3 页

11

CN 112719848 A

11



图3

图4

说　明　书　附　图 2/3 页

12

CN 112719848 A

12



图5

图6

说　明　书　附　图 3/3 页

13

CN 112719848 A

13


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002
	CLA00003

	DES
	DES00004
	DES00005
	DES00006
	DES00007
	DES00008
	DES00009
	DES00010

	DRA
	DRA00011
	DRA00012
	DRA00013


